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本报记者 许子皓

AMD董事长兼CEO苏姿丰在美国当地时间10月10日于旧金山举行的Advancing AI活动上带来了一整套
AI“撒手锏”，给整个业界带来了全新的AI震撼。其中，最大的惊喜正是AMD最新发布的旗舰AI芯片——AMD
Instinct MI325X GPU（以下简称“MI325X”），苏姿丰也是再次信心满满地掏出了与老对手英伟达当下热销产品
H200的对比图，她表示，MI325X的内存容量是H200的 1.8倍，内存带宽、FP16和 FP8峰值理论算力都达到了
H200的1.3倍。

此外，苏姿丰还发布了第五代EPYC服务器CPU，并称其为“面向云计算、企业级和AI的全球最好CPU”，与
老对手英特尔的第五代至强铂金8592+处理器相比，这款CPU的HPC（高性能计算）性能提高多达3.9倍，基于
CPU的AI加速提高多达3.8倍。苏姿丰此次可谓是将满满的压力给到了英伟达和英特尔。

最新CPU性能已经赶超英特尔？
除了GPU和CPU，苏姿丰此次还带

来了最新的DPU、AI网卡以及ROCm
6.2生态系统，凑齐了“AI全家桶”。

半导体行业

第三季度利润预增显著

第四季度NAND Flash合约价

将下调3%至8%

HBM3e内存容量是GPU提升的关键？
MI325X采用了与上一代MI300X

相同的CDNA 3架构，最大的提升就是
首次采用了业界目前最先进的HBM3e。

CPU 业务对于 AMD 来说是涅槃重生
的开始，在2018年，其EPYC服务器的市占
率仅为2%，经过四代的升级，终于在2024年
第一季度达到了34%，从英特尔手里抢走了
近 30%的 CPU 服务器市场份额，也成了
AMD的主要营收来源。

苏姿丰在发布今年第二季度财报时就
表示：“我们在第二季度实现了强劲的营业
额与收入增长，这得益于数据中心事业部创
纪录的营业额。我们的AI业务继续加速攀
升，在 Instinct 系列、EPYC 和 Ryzen 处理器
的市场需求带动下，AMD为下半年营业额
的强劲增长已做好了充分准备。”

所以，AMD 此次的另一大撒手锏就是
其第五代EPYC服务器CPU，代号“Turin”。

据介绍，Turin拥有1500亿颗晶体管，采

用 台 积 电 3/4nm 制 程 、全 新“Zen 5”及
“Zen 5c”核心兼容广泛部署的SP5平台，最
多支持192核、384个线程。当前，英特尔能
效核版至强 6 虽然能在未来通过双芯封装
做到 288 核心，但无法支持超线程技术，只
有 288 个线程。因此，在核心数和线程数
上，AMD已经赶超了英特尔。

在技术全面升级的情况下，Turin 的性
能得到了明显提升。AMD表示，相比于上
一代的英特尔 Xeon 服务器，Turin 在 SPEC
CPU测试中性能提升2.7倍，企业级性能最
高提升4.0倍，HPC性能最高提升3.9倍。

苏姿丰打了很形象的比方，她表示，如
果用 Turin 服务器替代上一代的至强服务
器，只需131台服务器就能达到原来1000台
的性能水平，节省了 87％的占地空间。同

时，功耗可以节省最多68％。
AMD还优化了Turin在AI工作流程中

的关键动作，包括数据预处理、内存复制、内
核启动和任务协调等，这些优化使得 CPU
在处理 GPU 协调任务时更高效，比前代产
品快了28%。

除了GPU和CPU，苏姿丰此次还带来
了最新的 DPU、AI 网卡以及 ROCm 6.2 生
态系统，凑齐了一整套“AI 全家桶”，给“双
英”带来了十足的压力。但当天的 AMD
股价并没有买账，反而以大跌收场，日内
跌幅一度扩大到约 5.3%，最终收跌 4%，创
9 月 3 日以来最大盘中和收盘跌幅。可
见，AMD 的新品虽然来势凶猛，可只有真
正量产，经过客户检验，才能赢得市场的
认可。

本报讯 记者姬晓婷报道：近期，A
股市场三季报业绩预告密集披露，已有
115 家 A 股公司发布了 2024 年前三季度
业绩预告，96 家公司业绩预喜（包括 63
家预增、3 家续盈、11 家扭亏、19 家略
增），占比超过八成。其中半导体行业业
绩增长显著，在前三季度预计归母净利
润增幅位居前 10 位的公司中，半导体与
半导体生产设备行业有 5 家，占据了“半
壁江山”。

除了全志科技、晶合集成的净利润
同比增幅目前暂时位居第二名和第三
名之外，还有韦尔股份、思特威和瑞芯
微，净利润同比增幅分别位列第六位、第
七位和第九位，这三家公司预计归母净
利润分别为 22.67 亿元至 24.67 亿元、2.52
亿元至2.92亿元和3.4亿元至3.6亿元，同
比 增 幅 分 别 为 515.35% 至 569.64% 、
485.41%至546.51%和339.75%至365.62%。

关于业绩增长原因，全志科技在业
绩预告中表示，报告期内，公司把握下游
市场需求回暖的机会，积极拓展各产品
线业务，出货量提升使得营业收入同比
增长约 50%，营业收入的增长带动了净
利润的增长。晶合集成称，随着行业景
气度逐渐回升，公司自今年 3 月起产能
持续处于满载状态，并于今年 6 月起对
部分产品代工价格进行调整，助益公司
营业收入和产品毛利水平稳步提升。

韦尔股份在公告中称，报告期内，市
场需求持续复苏，下游客户需求有所增
长，伴随着公司在高端智能手机市场的
产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持
续渗透，公司的营业收入和毛利率实现
了显著增长；此外，为更好地应对产业波
动的影响，公司积极推进产品结构优化
及供应链结构优化，公司产品毛利率逐
步恢复，整体业绩显著提升。

瑞芯微发布的业绩预告显示，依托
公司在 AIoT 的持续增长，尤其是在汽车
电子，以及工业、行业类、消费类等市场
的提升，叠加第三季度是行业传统旺
季，公司在今年前三季度实现营业收入
和净利润同比大幅增长。其中第三季度
营 业 收 入 约 9.11 亿 元 ，同 比 增 长 约
51.42%、环比增长约 29.18%，创历史单季
度新高；第三季度净利润约 1.57 亿元至
1.77 亿 元 ，同 比 增 长 约 199.39% 至
237.47%、环比增长约 36.57%至 53.95%，均
实现突破性增长。

中信证券研究分析指出，结合当前
半导体行业销售额、咨询机构的预测情
况，以及国内外半导体厂商的表现及展
望，半导体周期在前期云端算力及存储
涨价的因素拉动下显著修复，目前处于
温和复苏状态，预计后续主要的成长动
力为云端算力的景气度持续和端侧 AI
的爆发。

记者注意到，重视研发投入、促进
芯片高阶化转型是上述半导体预喜企
业的共性。

全志科技表示，报告期内，公司为满
足客户持续增长的产品及服务需求，加
大在芯片新产品开发及智能车载、扫地
机器人等新兴应用领域方案的研发投
入，研发费用同比增长约10%。

晶合集成表示，公司高度重视研发
体系建设，持续增加研发投入。目前
55nm 中高阶单芯片及堆栈式 CIS 芯片工
艺平台已大批量生产，40nm 高压 OLED
芯片工艺平台已实现小批量生产，28nm
逻辑芯片通过功能性验证，28nm OLED
驱动芯片预计将于 2025 年上半年批量量
产。公司将加强与战略客户的合作，加
快推进 OLED 产品的量产和 CIS 等高阶
产品的开发。

本报讯 TrendForce 集邦咨询最新
数据显示，NAND Flash 产品受 2024 年下
半年旺季不旺的影响，晶圆合约价于第三
季度率先下跌，预期第四季度跌幅将扩大
至 10%以上。模组产品部分，除了 Enter-
prise SSD 因订单动能支撑，有望于第四
季度小涨 0%至 5%外，PC SSD 及 UFS 因
买家的终端产品销售不如预期，采购策略
更加保守。TrendForce 集邦咨询预估，第
四季度 NAND Flash 产品整体合约价将
出现季减3%至8%的情况。

从需求角度分析，即使厂商积极推出
AI PC，但由于通胀和 AI 实用性不足等
因素，未出现明显换机潮。供给部分，多
家原厂的稼动率于第三季度恢复满载，
加上其他供应商推动制程升级，产能小
幅增加。然而，除了服务器端需求稳定，
消费市场的疲软则难以支撑涨价。现货
和渠道市场价格与OEM合约价的差距扩
大，也导致原厂调价受阻。据此，Trend-
Force 集邦咨询预估 PC SSD 合约价第四
季度将季减5%至10%。

因部分企业级客户延迟购置 AI 服务
器，第四季度来自服务器 OEM 的订单量
明显下调，加上 CSP 采购高峰已过，整体
采购容量较第三季度下滑。此外，智能手
机和笔记本电脑客户因采取去化库存策
略，NAND Flash订单保守，但在原厂持续
增产的情况下，导致供过于求。

TrendForce 集邦咨询表示，由于 En-
terprise SSD 订单动能及单价优于其他
NAND Flash 产品，供应商积极抢单并提
高出货量，这种策略将抑制价格增长。因

此，预计第四季度 Enterprise SSD 合约价
将大幅收敛，仅季增0%至5%。

此外，由于带动需求的智能手机第
三季度市况未好转，加上手机厂商积极
去 eMMC 库存和技术性抵制涨价，因
此 eMMC 未出现明显交易量。第四季
度部分品牌推出新机，以及 iPhone 16 系
列和华为三折叠机发布，看似为 eMMC
市场注入新动能，但买方为避免再有库
存过高压力，将采取更谨慎的备货策
略。TrendForce 集邦咨询表示，经过第
三季度买卖双方的价格僵持，原厂库存
增加，模组厂和现货市场货源充足，议
价天平倾向买方，预估第四季度合约价
将季减 8%至13%。

UFS 主要应用在高端和旗舰智能手
机，市况与 eMMC 相同。整体经济增长
趋缓导致换新机的频率从不到两年延长
至三年，以及尚未有智能手机的杀手级应
用出现，预估第四季度需求不会明显改
变。UFS 产品目前有原厂和模组厂竞争
供货，因市场需求减弱，原厂为避免堆积
库存和达成业绩目标，第四季度必须在价
格上让步，预估合约价将季减8%至13%。

2024 年以来，零售端的 Client SSD、
闪存卡和U盘需求低迷，欧美地区返校季
和节庆效应不佳，第四季度 NAND Flash
晶圆需求恐进一步减少。

TrendForce 集邦咨询指出，在模组厂
库存过高和部分原厂削价竞争的态势下，
第四季度 NAND Flash 晶圆合约价将出
现较大幅度衰退，预估季减10%至15%。

（文 编）

当前，英伟达毫无疑问是数据中心
GPU 领域的霸主，TechInsights 公布的数据
显示，2023 年全球数据中心GPU总出货量
达到了385万颗，其中，英伟达以98%的市场
份额稳居第一，AMD虽位居第二，却仍然相
差十分悬殊。但熟悉苏姿丰的人都知道，她
受命于AMD危难之际，最不怕的就是打硬
仗，此次带来的MI325X就是为了“硬刚”英
伟达的H200而来。

据 了 解 ，MI325X 采 用 了 与 上 一 代
MI300X相同的CDNA 3架构，最大的提升
就 是 首 次 采 用 了 业 界 目 前 最 先 进 的
HBM3e，总容量达256GB，基于16-Hi堆栈
制程，内存带宽高达 6TB/s，单颗芯片总共
拥有1530亿个晶体管。

专家告诉记者，HBM 内存提高，对于
GPU来说，能够带来数据传输速度的提升、
数据处理能力的增强、能效比的提高、空间

与延迟的节省、对更复杂应用场景的支持，
以及系统稳定性与可靠性的提升等多方面
的好处。因此，MI325X 的 FP8 性能达到了
2.6PFLOP，FP16性能也达到了1.3PFLOP。

横向对比，英伟达H200采用的HBM3e
容量为 141GB，带宽为 4.8TB/sz，总晶体管
数量约为 800 亿个，相比于 MI325X 肯定是
不够看了，哪怕是英伟达最新推出的B200，
采用的 HBM3e 内存容量也仅为 192GB，与
MI325X的256GB HBM3e内存容量仍存在
差距。

虽然，两家对于GPU的设计各有不同，
HBM3e 内存容量也并不是评判 GPU 性能
的唯一标准，但对产品性能的上限有明显提
升，这也是AMD直面英伟达的底气。苏姿
丰很自豪地在发布会上强调：“MI325 服务
器平台在运行 Llama 3.1 时，能提供比英伟
达H200 HGX高出多达40%的性能。”

根据 AMD 官方信息，MI325X 加速器
目前有望在 2024 年第四季度投入生产，预
计从2025年第一季度开始发货。

此外，根据当前“一年一迭代”的节奏，
AMD此次更新了其AI芯片的路线图，预计
下一代MI350系列将在2025年上市，将采用
3nm 制 程 ，并 把 HBM3E 内 存 再 提 升 至
288GB，新一代CDNA 4架构也将安排上，
使得其推理性能比基于CDNA 3架构的加
速器提高了35倍，该系列产品AMD计划在
2025年下半年上市。

其中，MI350 系列的代表产品 MI355X
是AMD专门用来应对英伟达在3月刚刚发
布的 Blackwell B200 的。据了解，MI355X
的 FP8 和 FP16 性能相比 MI325X 提升了
80%，FP16峰值性能达到2.3PFLOPS，FP8峰
值性能达到 4.6PFLOPS，FP6 和 FP4 峰值性
能达到9.2PFLOPS。

AMDAMD攻势凶猛攻势凶猛

（上接第1版）基于此，工业和信息化部明确，
要强化 5G-A、6G 等关键技术突破，强化人
工智能、量子通信等前沿技术攻关，强化创新
体系和创新生态构建，使信息通信领域原创
性、颠覆性技术创新成果竞相涌现。

记者观察到，5G-A 在制造场景中的应
用已经初见萌芽。

“未来工厂的发展方向是逻辑离散化、调
度集中化、网络柔性化。”面向未来制造业的
发展方向，上海勃傲自动化系统有限公司总
经理何流提出上述预测。这一发展趋势在如
今的3C行业中得到了充分体现。作为补充，
微网优联5G工厂解决方案负责人杨奕东分
享了他基于3C行业现状的思考：“随着网络
技术不断更迭、应用行业不断深化、市场需求
不断细分，网通行业的市场需求由单一大规
模的刚性生产向小批量、高定制化的柔性生
产转变已成大势所趋。”

面临着这样的市场发展趋势，轻量化、
低时延、高可靠，并有多种自适应工业总线

协议加持的5G-A网络成为了制造业在时
代发展下的必然选择。而作为一家以Wi-
Fi技术深度开发为主营业务，以网关、模
组等3C产品为核心产品的企业，微网优联
对相关网络技术的应用表现出了极高的敏
感度。“早在成都厂区的土建阶段，微网优
联就按5G+工业互联网的标准进行了提前
规划，直接建设5G智慧工厂。今年是5G-
A商用元年，我们紧随技术发展步伐，对
RedCap 数据网关与制造设备进行全面升
级，现已实现5G-A网络在厂房内的规模
应用。”杨奕东说道。

诚然，5G-A 基站与网关设备的更新

升级是一笔庞大的开支，但杨奕东始终认
为，这是一笔划算的投资。“5G-A网络真
正实现了工厂内无线网络对有线网络的替
换，让设备脱离笨重的固定线缆、实现

‘即插即用’，极大地提高了产线变换的灵
活性。5G-A规模应用后，我们产线的换线
时间已经缩短至30分钟以内，从产品上料
到最后的成品下线最快仅需15分钟，整体
生产效率提升约 45%，真正实现了‘质的
提升’。”杨奕东表示。

聚焦 5G-A 在生产中发挥的关键作
用，中国移动四川成都新都分公司副总经
理欧一磊侃侃而谈：“相较于前代 5G 网

络，一方面，5G-A 的终端设备能以更小
的体积连接更多的终端设备，实现更加集
约化、低成本的部署；同时，5G-A 的网
络性能、覆盖面积均远超5G网络，能够以
更少的设备覆盖和更大的厂房面积，‘无死
角’地满足自动化生产与检测的需求。”而
谈到微网优联智慧工厂下一步的扩建蓝
图，他更是雄心勃勃地表示：“未来，我们
预计将在这里部署共48条自动化产线，当
全部部署完成后，预计日产能达 30 万台，
产值或可突破百亿元。”

微网优联 5G-A 智慧工厂的顺利落地
投产，离不开技术研发人员和网络供应商在

背后的默默努力。纵观全局，在推动5G-A
深入工业制造业的征程上，电信运营商可谓
不遗余力、硕果累累：2023年2月，中国联通
联合中兴通讯发布了5G-A确定性工业互联
网系列技术创新实践成果；今年5月，中国电
信在紫江新材料公司完成了上海首个无源物
联试点验证；今年7月，中国移动研究院联合
江苏移动、立讯精密和华为公司，在立讯精密
工业生产核心环节完成业界首例端到端“双
频5G-A确定性网络”试点；今年10月，基于
5G-A网络、面向汽车喷涂焊装产线的工位
样机纷纷登场……

3C 行业只是 5G-A 网络走向千行百业
的第一个落脚点。在大会中国移动展台前，
一位现场工作人员向记者表示：“在5G-A网
络的加持下，未来数智工厂的控制架构一定
是矩阵式、模块化、柔性化的，工业控制设备
永远在线、工艺改进和流程对接变得更加灵
活……种种技术构想，都将借由5G-A网络
成为现实。”

5G-A智慧工厂落地开花


